PROGRAM

Corné Hoppenbrouwers (ALPHA)

08.00-08.20 Registracia ucastnikov SBX02, nova zliatina OM550 HRL1, trendy
. . . inovaciach spajkovacich materialov
v > £ x 08.20-08.30  Predstavenie spolo¢nosti v inovaciach spa
SPOLOCNOST MAROX S.R.O. VAS SRDECNE Radoslav Holicka (MAROX) 13.15-13.45 Predstavenie produktov a sluZieb, cistiace
POZYVA NA 2. ROCNIK SEMINARA 08.30-09.15  Program na redukciu bublin v spoji ;lesen;? CEPTER
Corné Hoppenbrouwers (ALPHA) anez fopac ( o ). SR VI
Reflow pece, typy spajkovacich past, If’.resn(.a Cistenie, Cistenie sablén, udrzbové
MAROX SEM“"’“‘ profilovacia pasta, zliatiny a chemické Clistenie, sluzby Cistegg
’ . zlozenie, povrchové Upravy PCB, 13.45-14.30 Redukcia bublin v spojoch pomocou Alpha
velkosti prasku, navrh sablény, dalsie Preforms
moznosti znizovania vyskytu bublin Daniele Perico (ALPHA
YsKy
- S S Redukcia bublin pod spodnym zakon¢ovacim
b4 09.15-10.00 Materialy na cistenie PCB a Sablon pod spocry .
n IE EN In pouil'var:(]ch pri vyrobe elektroniky kompaonentom (BTC), predstavenie ALPHA
Marko Navijalic (KYZEN) Accu Flux BTC-578 -spajkovacie predlisky
PnE EI.EK."“'TH:““"(“ PCB tistenie, €0 znamena “Ziadne tistenie” 14.30 - 14.45 Prestavka
(No Clean), cistenie “No Clean’, ivahy o 14.45-1530  Cistenie Sablén
navrhu dosky, energia tistiaceho Marko Navifali¢ (KYZEN)
stroja, kontrola procesu, overenie procesu Pre¢o je potrebné gistit £ablony, vyznam
10.00-10.15 Prestavka tistych sablon, stieranie spodnej ¢asti pod
10.15-10.40 Overenie procesu a analyza portch g.agtc?nou, IPA vyzvy, automaticke Cistenie
Martino Taddei (GESTLABS) =abion
Laboratérne techniky, testy na overenie 15.30-16.00 SMD sablony Alpha
procesu, technolégie, produkty Sama Szalay (ALPHA)
10.40-110  IPC1601-A Zvyskova vlhkost v PCB - Kritické gt <. TR
problémy a skusenosti presné frézovanie, napinaci systém Alpha
Guglielmo Martinelli (TECNOMETAL) TensoRED, typ foll(dRiEEpP onu
V&eobecné usmernenia, Utinky vlhkosti 16.00-16.30 Problémy a rieSenia v elektronike
na PCB, balenie, zlepSovanie bezpeénosti, Norbert Siili (ALPHA)
skladovanie a pouzivanie PCB, susenie SMD vyroba, spajkovanie vinou, selektivne
1M.10-1.35 Systém identifikacie ako zakladny koncept ERRIE0vanie, rucné speiaRehie
pre sledovatelnost vyrobného procesu 16.30-17.00 Diskusia
Richard Tomik (BRADY) L !
Vysokokvalitné etikety pre kazdu aplikéciu, 17.00 B "¢ konferencly
softvérové riesenie workstation, hardvérove 0d 19.00 Vecera
ym riesenia ako priemyselné aplikatory, Ste srdeéne vitanil
ﬁ 16. ma'a 2019 tlatiarne a ¢itacky 2d, datmatrix kédov Organizétor semindra sa tesia na Vau uéast.
~ N.35-12.25 Obed
o HOtEI' Rozalka / KOﬂgFESOV\/ salonik 12.25-13.15 Bezolovnaté nizkotavitelné zliatiny Ing. Roman Lacko

Marox, s.r.o.

Radoslav Holicka
marox/)z Marox, s.r.o.

Obchodno technicky zastupca Technicky riaditel

Pezinok, Slovenska republika
Zliatina CVP520 SnBiAg, zliatina OM535

@ Vyplnend prihlasku Miesto konania
@ rrosime zaslat Hotel Rozélka
do 23. aprila 2019 Rozalka 9
na e-mailovd adresu: 902 01 Pezinok, Slovensko
maria.kovacova@marox.sk www.rozalka.sk

tlmocenia. Stcastou semindra je obcerstvenie, obed, rautova vecera a degustacia
vina. Pripadné ubytovanie si kazdy ucastnik hradi sam. Cena 2-l6zkovej izby je

od 45-59€. Objednanie izieh na Vase meno zabezpecuje Marox s.r.o. V pripade
zrusenia rezervécie si hradi pripadny STORNO poplatok tcastnik sam. Informécie o
STORNO poplatkoch najdete tu: http://www.rozalka.sk/-ubytovanie

. . Seminar je pre ticastnikov zadarmo. Seminar bude v anglickom jazyku bez
alpha @ EKYZEN (§
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